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From the INTERNATIONAL BUREAU 
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NOTIFICATION OF ELECTION 

(PCT Rule 61.2) 



Date of mailing (day/month/year) 
08 February 2001 (08.02.01) 



International application No. 
PCT/EPOO/05021 



International filing date (day/month/year) 
31 May 2000 (31.05.00) 



To: 



Commissioner 

US Department of Commerce 
United States Patent and Trademark 
Office, PCT 

2011 South Clark Place Room 
CP2/5C24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

in its capacity as elected Office 



Applicant's or agent's file reference 
% K 55 914/6be 



Priority date (day/month/year) 
31 May 1999(31.05.99) 



Applicant 

FRISCH, Michael 



1. The designated Office is hereby notified of its election made: 



fx] in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

28 December 2000 (28.12.00) 

| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election 



□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 





Authorized officer 


The International Bureau of WIPO 




34, chemin des Colombettes 


Claudio Borton 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 



EP0005021 



VERTRAC' 



ER DIE INTERNATIONALE ZUSOTTM EN ARBEIT 
F DEM GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

K 55 914/6be 


WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermitttung des Internationale n 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 00/05021 


Internationales Anmeldedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 

31/05/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

31/05/1999 


Anmelder 

TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG 



Dieser international Recherche nbericht wurde von der International Recherchenbehdrde erstellt und wird dem Anmelder gemaB 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem International Buro ubermittelt. 

Dieser international Recherche nbericht umfaGt insgesamt _3 Blatter. 

[X] Daruber hinaus tiegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundlage des Berichts 

a. Hinsichtfich der Sprache ist die internationate Recherche auf der Grundlage der international Anmefdung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die international Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationate 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
bei der Behdrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behdrde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht (iber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erklarung, daG die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
Mangel nde Einheitllchkeit der Erfindung (siehe Feld II). 



2. 
3. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 

□ 
□ 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortfaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

. , wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behdrde festgesetzt. Der 

| | Anmelder kann der Behdrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

Folgende Abbildung der Zelchnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentlichen: Abb. Nr. _J 



|"X"| wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keine der Abb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALEfl-RECHERCHENBERICHT 



Eationales Aktenzeichen 
7EP 00/05021 



A. KLASSIFIZIERUNQ DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H05K1/14 H05K1/18 H01L25/16 



Nach der Internationalen PatentWassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klasstfikationssymbole ) 

IPK 7 H05K H01L 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

PAJ, WPI Data 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 488 256 A (TSUNODA) 
30. Januar 1996 (1996-01-30) 
das ganze Dokument 



US 4 306 275 A (MIURA) 

15. Dezember 1981 (1981-12-15) 

das ganze Dokument 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 015, no. 233 (E-1077), 
14. Jun1 1991 (1991-06-14) 
& JP 03 069185 A (NEC CORP), 
25. Marz 1991 (1991-03-25) 
Zusammenfassung 



2 
1 

2 
1 



-/-- 



DO 



Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe An hang Patentfamilie 



° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 'T' 

"A" Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

"E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist 

"L" Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden ny, 
soli oder die a us einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf eine mQndliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaGnahmen bezieht 

"P" Veroffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 

dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist * 



Spatere Ver6ffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und m it der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der thr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

Veroffenttichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erf inde rise her Tatigkert beruhend betrachtet werden 

Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkert beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



24. August 2000 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



31/08/2000 



Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde 
Europfiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



BevollmSchtigter Bediensteter 



Mes, L 



Formblatt PCT/ISA/21 0 (Blatt 2) (Jufi 1 992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALE&flECHERCHENBERICHT 



w 



m 



ationates Aktenzeichen 

PCT/EP 00/05021 



C(Fortseteung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



US 5 484 965 A (WOYCHIK) 
16. Januar 1996 (1996-01-16) 
Zusammenf assung; Abbildungen 

DE 197 13 656 A (FUJI ELECTRIC CO.) 
30. Oktober 1997 (1997-10-30) 
Anspriiche ; Abbi 1 dungen 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 015, no. 054 (E-1031), 

28. Februar 1991 (1991-02-28) 

& JP 02 281790 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND 

CO), 19. November 1990 (1990-11-19) 

Zusammenf assung 

WO 96 13966 A (SIEMENS AG) 
9. Ma1 1996 (1996-05-09) 
in der Anmeldung erwahnt 
Seite 6; Abbildungen 5,6 

DE 38 13 566 A (ROBERT BOSCH GMBH) 

2. November 1989 (1989-11-02) 

Spalte 2, Zeile 17 - Zeile 46; Abbildungen 

1,2 

US 4 495 546 A (NAKAMURA ET AL.) 
22. Januar 1985 (1985-01-22) 
in der Anmeldung erwahnt 
Zusammenf assung; Abbildungen 

EP 0 708 583 A (ROBERT BOSCH GMBH) 
24. April 1996 (1996-04-24) 
Spalte 2, Zeile 48 -Spalte 3, Zeile 24; 
Abbildungen 1,2 

US 5 266 746 A (NISHIHARA ET AL.) 
30. November 1993 (1993-11-30) 
Zusammenf assung; Abbildungen 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
vol. 014, no. 394 (E-0969), 
24. August 1990 (1990-08-24) 
& JP 02 148759 A (TOSHIBA CORP), 
7. Juni 1990 (1990-06-07) 
Zusammenf assung 



2,3 



1,4 



4,5 



4,5 



4,5 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortselzung von Blatt 2) (Jul) 1 992) 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

fnfo^^^^n on patent family members 



Inta^^Vbnal Application No 

PCT/EP 00/05021 



Patent document 


Publication 




Patent family 




Publication 


cited in search report 


date 




member(s) 




date 


US 5488256 A 


30-01-1996 


JP 


7074306 


A 


17-03-1995 






KR 


169265 


B 


15-01-1999 



US 4306275 A 15-12-1981 JP 1155853 C 15-07-1983 

JP 56006499 A 23-01-1981 
JP 57045078 B 25-09-1982 



JP 03069185 A 25-03-1991 NONE 



US 5484965 A 16-01-1996 US 5644475 A 01-07-1997 



DE 19713656 A 30-10-1997 JP 9275211 A 21-10-1997 

US 5942797 A 24-08-1999 



JP 02281790 A 19-11-1990 NONE 



WO 9613966 A 09-05-1996 



DE 


9417299 


U 


02- 


-03- 


1995 


AT 


168520 


T 


15- 


-08- 


1998 


DE 


59502849 


D 


20- 


-08- 


1998 


EP 


0788726 


A 


13- 


-08- 


1997 


ES 


2119493 


T 


01- 


-10- 


•1998 


GR 


3027570 


T 


30- 


-11- 


1998 


JP 


9511874 


T 


25- 


-11- 


1997 


US 


5835358 


A 


10- 


-11- 


1998 



DE 3813566 A 02-11-1989 FR 2630615 A 27-10-1989 



US 4495546 A 22-01-1985 JP 1510831 C 09-08-1989 

JP 57193094 A 27-11-1982 

JP 62031836 B 10-07-1987 

DE 3279897 D 21-09-1989 

EP 0065425 A -24-11-1982 

KR 8600188 B 28-02-1986 



EP 708583 A 24-04-1996 DE 4437664 A 25-04-1996 

JP 8213774 A 20-08-1996 



US 5266746 A 30-11-1993 DE 69125354 D 30-04-1997 

DE 69125354 T 21-08-1997 

EP 0490530 A 17-06-1992 

JP 2875076 B 24-03-1999 

JP 5007057 A 14-01-1993 

KR 9406221 B 13-07-1994 



JP 02148759 A 07-06-1990 NONE 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1 992) 



VERTRAG U^B DIE INTERNATIONALE ZUSA^ENARBErT AUF DEM 
• GEBIET DES PATENTTWESeRs 



Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 



An: 



HIRSCH, Peter 

KLUNKER, SCHMITT-NILSON, HIRSCH 
Winzererstrasse 
80797 Munchen 
ALLEMAGNE 



1P 



^INGEGANGEN 
- 4. Seo. 7001 



DR. KLUNKER 
DR. SCHM1TT * N1LSON « HfRSCH 



PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



Absendedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 



03.09.2001 



Aktenzeichen des An m elders oder Anwalts 
K55 914/6be 


WICHTIGE MITTEILUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/05021 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
31/05/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
31/05/1999 


Anmelder 

TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG et al. 



1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daG ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muG diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maGgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postan sen rift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 


Bevollmachtigter Bediensteter 


AT \ 


% 
1 


Europaisches Patentamt 

isJ\ D-80298 Munchen 


Andreatta, R 




Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 






*) 


Fax: +49 89 2399 - 4465 


Tel. +49 89 2399-7581 







Formblatt PCT/I PEA/4 16 (Juli 1992) 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
K55 914/6be 


siehe Mitteilung uberdie Obersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 


Internationales fKnn\e\6e6a\um(Tag/Monat/Jahr) 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 


PCT/EPOO/05021 


31/05/2000 


31/05/1999 


Internationale Patentklassifikatton (IPK) Oder nattonale Klassifikation und IPK 
H05K1/14 


Anmelder 






TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG et ai. 





1. Dieser Internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 



Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlief3lich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V H Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII E3 Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
28/12/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
03.09.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
Wn D ' 80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevoflmachtigter Bediensteter /iSS^^v 
Molenaar, E (l ^ )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 21 59 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05021 



I. Grundlage des Bertchts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts afs "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaften (Regein 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1 -6 mit Telefax vom 23/08/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthaiten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05021 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzb/atter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 - 6 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 - 6 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form Oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05021 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die Erfindung betrifft ein intelligentes Leistungsrnodul nach Anspruch 1 . 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-5 488 256; 
D2: US-A-5 484 965. 

Das Dokument D1 offenbart (als verwandter Stand der Technik in Spalte 2, Zeilen 7-36 
und Figur 1 1 ; die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein intelligentes Leistungsrnodul (vgl. Spalte 1, Zeilen 7-11), mit einem Leistungsteil 
(115), dessen elektronische Bauelemente (120) auf einem Leistungssubstrat (112) 
aufgebaut sind, und einem Logikteil (119), dessen Bauelemente (121) auf einer 
Leiterplatte (116) aufgebaut sind, die eine Aussparung aufweist, in der das 
Leistungsteil angeordnet und mit dem Logikteil mittels Drahtbondtechnik (123) 
elektrisch verbunden ist, bei dem das Leistungssubstrat (112) selbst und die komplette 
Leiterplatte (1 1 6) auf einer Kuhlplatte (111) montiert sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von diesem bekannten 
Leistungsrnodul dadurch, daf3 die Leiterplatte nur teilweise . namlich nur mit den das 
Leistungssubstrat umgebenden Bereichen der Leiterplatte auf der Kuhlplatte montiert 
ist. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, das Format der Kuhlplatte nicht unnotig groB zu machen; die Oberflache kann 
an dem Format des Leistungssubstrat angepaBt werden, nur die Dicke muBte 
ausreichen um die Verlustwarme zu dissipieren. 
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INTERN ATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05021 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT ____ 



Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung muR daher als 
erfinderisch betrachtet werden, weil keines der vorhandenen Dokumenten diese 
Kombination von Merkmalen zeigt oder nahelegt (Artikel 33(3) PCT). 

Die Anspruche 2 bis 6 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Zu Punkt VH 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch dieses Dokument angegeben. 
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Patentanspruche 

1. Intelligentes Leistungsmodul, 

mit einem Leistungsteil, dessen elektronische Bauelemente (1) auf einem Lei- 
stungssubstrat (2) aufgebaut sind, und einem Logikteil, dessen Bauelemente (3, 
4) auf einer Leiterplatte (5) aufgebaut sind, die eine Aussparung (6) aufweist, in 
der das Leistungsteil angeordnet und mit dem Logikteil mitteis Drahtbondtechnik 
(7) elektrisch verbunden ist, 

bei dem das Leistungssubstrat (2) auf einer KOhlplatte (8) montiert ist, 
dadurch gekennzeichnet, 

da(J die Leiterplatte nur teilweise, namlich nur mit das Leistungssubstrat (2) umge- 
benden Bereichen der Leiterplatte auf der KOhlplatte montiert ist. 

2. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1 t 
dadurch gekennzeichnet, 

da& mindestens ein Streifenbereich (9, 109) entlang einer Seite der Leiterplatte (5) 
frei bleibt und nicht auf der KOhlplatte montiert ist. 

3. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daa die Leiterplatte (5) an der einen Seite Kontaktpads (11) aufweist, mitteis derer 
das Modul direkt in die schlitzartige Offnung (12) einer Systemleiterplatte (13) ein- 
Ifitbar ist. 

4. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet 

dad die Bauelemente (103, 104, 105, 106) des Logikteils auf einer Mehrlagenlei- 
terplatte (107, 108) aufgebaut sind, die eine Aussparung (110) aufweist, in der das 
Leistungsteil angeordnet und mit dem Logikteil elektrisch verbunden ist, und da- 
durch gekennzeichnet, daft die Mehrlagenleiterplatte (107, 108) einen Laminatauf- 
bau aus leitend beschichteten Lagen aufweist, deren.TrSgerwerkstoff jeweils aus 
einem Glasfaser-Harzgewebe besteht, 
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und datt die Mehrlagenleiterplatte aus zwei Tellen (107, 108) besteht, die durch ei- 
nen dunnen Zwischenabschnitt verbunden sind, in dem alle unteren Lagen der 
Mehrlagenleiterplatte (107, 108) nicht vorhanden sind und nur die bauelemente- 
seitig oberste Lage als flexible elektrische und mechanische Verbindungslage 
(109) zwischen beiden Teilen (107, 108) biegbar weitergefCihrt ist. 

5. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzelchnet, 

daft die flexible Verbindungslage (109) um 180° gebogen ist, so datt die beiden 
Teile (107,108) biegbar weitergefCihrt sind. 

6. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

datt das erste, die Aussparung (110) aufweisende Teil (107) der Mehrlagenleiter- 
platte und das zweite, hochgeklappte Teil (108) etwa gleich grofS sind, daG das er- 
ste Teil (107) auf einer Kuhlplatte (111) montiert ist, die grORer als die Leistungs- 
substratflSche ist, und daB die elektrischen Verbindungen (112) zwischen dem 
Leistungssubstrat (102) und dem ersten Teil (107) der Mehrlagenleiterplatte mit- 
tels Drahtbondtechnik (112) hergestellt sind. 
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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

1 1. Basis of the report 

1 . With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 
the description: 

pages — 

pages 

pages 



International application No. 

PCT/EP00/05021 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 



, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 
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, filed with the letter of 23 August 2001 (23.08.2001) 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 
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, as originally filed 
, filed with the demand 



_ , filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages , 



, as originally filed 



, filed with the demand 



, filed with the letter of 



2 With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
1 ' the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

S elements were available or furnished to this Authority in the following language which is. 

□ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
| | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3 With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
' preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

| | contained "rn the international application in written form. 
| | filed together with the international application in computer readable form. 
| | furnished subsequently to this Authority in written form. 
| | furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

| | the description, pages 

| 1 the claims, Nos. __ 

| | the drawings, sheets/fig . 



n This report has been established as if (some of) the amendments had not been made since they have been considered to go 
5- l_l beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

and 70.17). 

"Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report 
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V * Sin n „f St H atCm f nt U " der ArticIe 35 < 2 > with ^ novelty, inventive step or industrial applicability, 

citations and explanations supporting such statement u^nai appucaomty, 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-6 



1-6 
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YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

The invention relates to an intelligent power module as 
per Claim 1. 

Reference is made to the following documents: 

Dl : US-A-5 488 256 
D2 US-A-5 484 965. 

Dl, considered to be related prior art - see column 2, 
lines 7-36 and Figure 11, discloses (the references in 
brackets relate to Dl) : 

- an intelligent power module - see column 1, lines 7-11 
- with a power component (115) comprising electronic 
components (120) formed on a power substrate (112) and 
a logic component (119) , the components of which are 
formed on a printed circuit (116) with a recess in 
which the power component is located and electrically 
connected to the logic component by means of a bonding 
wires (123) where both the actual power substrate (112) 
and the entire printed circuit (116) are mounted on a 
cooling plate. 



/. 
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international application No. 
PCT/EP 00/05021 



The subject of Claim 1 is thus different from said known 
power module in that the printed circuit is only partially 
- i.e. only the areas adjacent to the power substrate - 
mounted on the cooling plate. 



The problem addressed by the present invention can thus be 
considered that of not making the cooling plate 
unnecessarily large; its surface area can be adapted to 
suit the form of the power substrate and only its depth 
must be sufficient to allow dissipation of residual heat. 

The solution according to Claim 1 of the present 
application must therefore be considered to be inventive 
since none of the available prior art discloses or 
suggests said combination of features (PCT Article 33(3)). 

Claims 2 to 6 are dependent on Claim 1 and thus also meet 
the requirements of the PCT in respect of novelty and 
inventive step. 



Form PCT/IPEA/409 (Box V) (January 1994) 



INTERNATIONAL PRE^HJl IN AR Y EXAMINATION REPORT 



rernational application No. 
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VII. Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted: 

Contrary to PCT Rule 5.1(a) (ii), the description does not 
cite Dl or indicate the relevant prior art disclosed 
therein . 
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VERTRAG UBER l)IE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENST 




G 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
K55 914/6be 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP00/05021 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
31/05/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
31/05/1999 



Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
H05K1/14 



Anmelder 

TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Grundiage des Berichts 



II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




VIM 


□ 



Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
28/12/2000 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
03.09.2001 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 

D-80298 Munchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevotlmachtigter Bediensteter 
Molenaar, E 

Tel. Nr. +49 89 2399 2159 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05021 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthaften (Regeln 70. 16 und 70.17)): 
Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1 -6 mit Telefax vom 23/08/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung Oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/E POO/05021 



□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Art ike I 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und d r 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-6 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 - 6 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 - 6 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anrneldung 

Es wurde festgestellt, da3 die internationale Anrneldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die Erfindung betrifft ein intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1. 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: US-A-5 488 256; 
D2: US-A-5 484 965. 



Das Dokument D1 offenbart (als verwandter Stand der Technik in Spalte 2, Zeilen 7-36 
und Figur 1 1 ; die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

ein intelligentes Leistungsmodul (vgl. Spalte 1, Zeilen 7-11), mit einem Leistungsteil 
(115), dessen elektronische Bauelemente (120) auf einem Leistungssubstrat (112) 
aufgebaut sind, und einem Logikteil (119), dessen Bauelemente (121) auf einer 
Leiterplatte (116) aufgebaut sind, die eine Aussparung aufweist, in der das 
Leistungsteil angeordnet und mit dem Logikteil mittels Drahtbondtechnik (123) 
elektrisch verbunden ist, bei dem das Leistungssubstrat (112) selbst und die kompl tt 
Leiterplatte (1 1 6) auf einer Kuhlplatte (111) montiert sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von diesem bekannten 
Leistungsmodul dadurch, daB die Leiterplatte nur teilweise . namlich nur mit den das 
Leistungssubstrat umgebenden Bereichen der Leiterplatte auf der Kuhlplatte montiert 
ist. 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, das Format der Kuhlplatte nicht unnotig groB zu machen; die Oberflache kann 
an dem Format des Leistungssubstrat angepaBt werden, nur die Dicke muBte 
ausreichen um die Verlustwarme zu dissipieren. 
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Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung muB daher als 
erfinderisch betrachtet werden, weil keines der vorhandenen Dokumenten diese 
Kombination von Merkmalen zeigt oder nahelegt (Artikel 33(3) PCT). 

Die Anspriiche 2 bis 6 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfiillen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 

Zu Punkt VII 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlagige Stand der 
Technik noch dieses Dokument angegeben. 
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Pat ntanspruche 

1. Intelligentes Leistungsmodul, 

mit einem Leistungsteil, desssn elektronische Bauelemente (1) auf einem Lei- 
stungssubstrat (2) aufgebaut sind, und einem Logikteil, dessen Bauelemente (3, 
4) auf einer Leiterplatte (5) aufgebaut sind. die eine Aussparung (6) aufweist, in 
der das Leistungsteil angeordnet und mit dem Logikteil mittels Drahtbondtechnik 
(7) elektrisch verbunden ist, 

bei dem das Leistungssubstrat (2) auf einer Kuhlplatte (8) montiert ist. 
dadurch gekennzeichnet, 

dad die Leiterplatte nur teilweise, nSmlich nur mit das Leistungssubstrat (2) umge- 
benden Bereichen der Leiterplatte auf der Kuhlplatte montiert ist. 

2. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

daU mindestens ein Streifenbereich (9, 109) entlang einer Seite der Leiterplatte (5) 
frei bleibt und nicht auf der Kuhlplatte montiert ist. 

3. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

da& die Leiterplatte (5) an der einen Seite Kontaktpads (11) aufweist, mittels derer 
das Modul direkt in die schlitzartige Offnung (12) einer Systemleiterplatte (13) ein- 
lotbar ist. 

4. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1. 
dadurch gekennzeichnet, 

daG die Bauelemente (103, 104, 105, 106) des Logikteils auf einer Mehrlagenlei- 
terplatte (107, 108) aufgebaut sind. die eine Aussparung (110) aufweist, in der das 
Leistungsteil angeordnet und mit dem Logikteil elektrisch verbunden ist, und da- 
durch gekennzeichnet, daft die Mehrlagenleiterplatte (107, 108) einen Laminatauf- 
bau aus le.tend beschichteten Lagen aufweist. deren Tragerwerkstoff jeweils aus 
einem Glasfaser-Harzgewebe besteht. 
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und daB die Mehrlagenleiterplatte aus zwei Teilen (107. 108) besteht, die durch ei- 
nen diinnen Zwischenabschnitt verbunden sind, in dem alle unteren Lagen der 
Mehrlagenleiterplatte (107, 108) nicht vorhanden sind und nur die bauelemente- 
seitig oberste Lage als flexible elektrische und mechanische Verbindungslage 
(109) zwischen beiden Teilen (107, 108) biegbar weitergefuhrt ist. 

5. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzelchnet, 

daB die flexible Verbindungslage (109) um 180° gebogen ist, so daB die beiden 
Teile (107,108) biegbar weitergefOhrt sind. 

6. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB das erste. die Aussparung (110) aufweisende Teil (107) der Mehrlagenleiter- 
platte und das zweite, hochgeklappte Teil (108) etwa gleich groft sind, daB das er- 
ste Teil (107) auf einer Kuhlplatte (111) montiert ist, die grower als die Leistungs- 
substratflache ist, und daB die elektrischen Verbindungen (112) zwischen dem 
Leistungssubstrat (102) und dem ersten Teil (107) der Mehrlagenleiterplatte mit- 
tels Drahtbondtechnik (1 12) hergestellt sind. 
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Claims 



1. An intelligent power module comprising 

275 a power part the electronic components (1) of which 

are arranged on a power substrate (2), and 
a logic part the components (3, 4) of which are ar- 
ranged on a circuit board (5) having a recess (6) in 
which said power part is located and electrically 

280 connected to the logic part by means of wire bonding 

techniques (7) , 

wherein the power substrate (2) itself as well as 
the portions of the circuit board (5) surrounding 
the power substrate (2) are mounted on a cooling 
285 plate (8) . 

2. An intelligent power module according to claim 1, 
characterized in that at least a strip portion (9) 
along a side of the circuit board (5) is left free 
and is not mounted on said cooling plate. 



An intelligent power module according to claim 1, 
characterized in that the cooling plate (5) has con- 
tact pads (11) on a side by means of which the mod- 
ule can be soldered directly in the slot-like open- 
ing (12) of a system circuit board (13). 



4. An intelligent power module according to claim 1, 

characterized in that the components (103, 104, 105, 
300 10 6) of the logic part are arranged on a multilayer 

circuit board (107, 108) having a recess (110) in 
which said power part is located and electrically 
connected to said logic part, and characterized in 
that the multilayer circuit board (107, 108 )- has -a- 
laminate structure of conductively coated layers 
whose carrier material consists of a glass fiber 
resin fabric each, and in that the multilayer cir- 
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cuit board consists of two parts (107, 108) con- 
nected by a thin intermediate section in which all 
lower layers of the multilayer circuit board (107, 
108) are not present and only the component-side up- 
permost layer is present as a bendable continuation 
in the form of a flexible, electrical and mechanical 
connecting layer (109) between said two parts (107, 
315 108) . 

5. An intelligent power module according to claim 4, 

characterized in that the flexible connecting layer 
(109) is bent by 180° so that said two parts (107, 
108) continue in bendable manner. 
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An intelligent power module according to claim 5, 
characterized in that the first part (107) of the 
multilayer circuit board, which has the recess 
(110), as well as the second, folded up part (108) 
are approximately of equal size, that said first 
part (107) is mounted on a cooling plate (111) that 
is larger than the power substrate area, and in that 
the electrical connections (112) between said power 
substrate (102) and the first part (107) of the mul- 
tilayer circuit board are established by means of 
wire bonding techniques (112) . 
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Beschreibung 

Xntelligentes Leistungsmodul 

5 

Die Erfindung betrifft ein intelligentes Leistungsmodul , 
insbesondere in Sandwich-Bauweise, 

iPM(Xntelligent-Power-Modul) -Bauformen, also Module mit 
10 einem Leistungsteil mit elektronischen Bauelementen und ei- 
nem im Modul integrierten Logik- bzw. Ansteuerungsteil , 
werden gegenwfirtig beispielsweise bei Anwendungen im Zusam- 
menhang mit Schweissgeraten, Stromversorgungen und in. der 
Antriebstechnik eingesetzt. Insbesondere im Bereicb der 
15 Asynchronous tor en werden zunehmend Freouenzumrichterlosungen 
zur Drebzahlsteuerung eingesetzt, wobei im Leistungsteil 
des Moduls insbesondere IGBT{ Isolated-Gate-Bipolar ~ 
Transistor) -Leistungshalbleiter Verwendung finden. 

20 Bei der Auswabl des Leistungs substrata als Trager fur die 
Bauelemente des Leistungsteils ist zu beachten, dass zur 
tiblicberweise erforderlicben Ktiiilplatte kin einerseits eine 
hohe elektrische Isolation, andererseits aber auch ein gu- 
ter warmeubergang gewfihrleistet ist. Letzteres ist mit den 

25 bekannten Leiterplatten aus kunststoff nicht gegeben, so 
dass die Leistungsteile derzeit je nacb Applikationsanf or- 
derung auf relativ aufwendigen Substraten, beilspielsweise 
DCB (Direct Copper Bonding) -Aluminiumoxid, IMS ( Aluminium- 
Polyimid-Kupf er) oder Aluminiumnitrit aufgebaut werden. Die 

3 0 Logikteile andererseits kOnnen ohne weiteres auf der Basis 
der bekannten Epoxi-Leiterplatten hergestellt werden. 



35 



Problematisch bei der herkomndicheri Modultechnik ist die 
Verbindung zvdschen dem Logik- und dem Leistungsteil . Diese 
Verbindung, bei der typischerweise LStkontakte, Steckver- 
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bindungen oder Druckkontakte eingesetzt werden, ist oftinals 
eine qualitative Schwachstelle und venirsacht hohe Kosten. 
Noch grosser werden die Probleine mit der Verbindungstech- 
nik, wenn aus Platzgrtinden vom Anwender ein Sandwich- Aufbau 
5 des Hoduls angefordert wird, bei dem beispielsweise das 
Leistungssubstrat iiber Pins mit dem darttber angeordneten 
Logikteil verbunden ist, wie beispielsweise aus der EP 0463 
589 A2 bekannt. Derartige Logik-Leistungsmodule in Sand- 
wich-Bauweise sind bereits auf dem Markt erhaltlich. 

10 

Aus der Patentschrif t US 4,495,546 ist bereits ein Sand- 
wich- Aufbau bekannt, allerdings nicht Leistungsmodule, son- 
dern zwei Dickschichtschaltungen mit Aluminiumsubstraten 
betref fend, die beide von einer flexiblen Leiterplatte 

15 tiberdeckt sind, die ausserdem zwischen den beiden Schal- 
tungsteilen einen biegsamen Zwischenabschnitt bildet, der 
2 ur Bildung des Sandwich urn 180° gebogen wird. Da nicht nur 
der zu biegende Zwischenabschnitt, sondern die Leiterplatte 
als ganzes als flexibel vorgesehen ist, wird das als Mate- 

20 rial filr flexible Leiterplatten bekannte Polyimid vorge- 
schlagen, das jedoch relativ kostenaufwendig ist. 

Aus der W096/139 66 ist ein Modul bekannt mit Leistungs- und 
Logikkomponenten, die auf einem Substrat integriert sind. 

25 Die Leistungshalbleiter werden mit Dickdraht mit dem Sub- 
strat elektrisch verbunden. Das Substrat wird darm in eine 
Systeialeiterplatte integriert und mittels geloteter An- 
schlussstifte mit dieser verbunden. Die Anschlussstif te 
kttnnen die unterschiedliche W&rmeausdehnung von Substrat 

3 0 und Leiterplatte ausgleichen. Nachteilig ist, dass alle 

Bauteile des Moduls auf dem teuren Leistungssubstrat aufge- 
baut sind und die verbindung des Moduls mit der Systemlei- 
terplatte sehr aufwendig ist. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein intelligent es 
Leistungsmodul, insbesondere in Sandwich-Bauweise zu schaf- 
fen, das ohne aufwendige Verbindungstechnik auskommt und 
deslialb einfach herstellbar ist. 

5 

Erfindungsgemass wird dies erreicht durch ein intelligentes 
Leistungsmodul mit den Merkmalen des Patentanspruches 1. 

Das Leistungsmodul besteht aus einem Leistungsteil , dessen 
10 elektronische Bauelemente auf einem Leistungssubstrat auf- 
gebaut sind, und einem Logikteil, dessen Bauelemente auf 
einer Leiterplatte oder Mehrlagenleiterplatte aufgebaut 
sind. Die Trennung von Logik- und Leistungsbauelementen hat 
den Vorteil, dass fur den Logikteil eine preisgunstige Lei- 
15 terplatte verwendet werden kann und nur ein kleines, teu- 
res, leistungsf ahiges Lei stungs subs trat n5tig ist. 

Die Leiterplatte weist eine Aussparung auf, in der das Lei- 
stungsteil angeordnet und mit dem Logikteil elektrisch ver- 
20 bunden ist. Diese Verbindung mittels AL-Dickdraht ist ko- 
stengunstig im Nutzen herstellbar. 

Das Leistungssubstrat selbst und die das Leistungs subs trat 
umgebenden Bereiche der Leiterplatte sind auf eine KUhl- 
25 platte montiert. 

In einem ersten Ausftihrungsbeispiel bleibt jedoch minde- 
stens ein Streif enbereich entlang einer Seite der Leiter- 
platte frei. Die Leiterplatte weist an dieser Seite Kon- 

30 taktpads auf, mittels derer das Modul direkt in die 

schlitzartige Offnung einer Systemleiterplatte einlotbar 
ist. In einem zweiten Ausfilhrungsbeispiel ist die Leiter- 
platte als Mehxlagenplatte aufgebaut , die einen Laminatauf- 
bau aus leitend beschichteten Lagen aufweist, deren Trager- 

3 5 werkstoff jeweils aus einem Glasfaser-Harzgewebe besteht. 
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Die Mehrlagenleiterplatte b steht aus zwei Teilen, die 
durch einen dunnen Zwischenabschnitt verbunden sind, in dem 
alle unteren Lag-en der Mehrlagenleiterplatte nicht vorhan- 
den sind und die bauelementeseitig oberste Lage als f lexi- 
5 ble elektrische und mechanische Verbindungslage zwischen 
beiden Teilen biegbar weitergefiihrt ist. 



Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in Unteran- 
spriichen gekennzeichnet . 

10 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Aus f uhrungs - 
beispieis unter Bezugnahme auf die Figuren naber erlSutert. 

Figur 1 zeigt in perspektivischer Draufsicht ein erstes 
15 Ausftihrungsbeispiel eines erf indungsgemassen 

Hoduls im noch nicht in eine Systeroleiter- 
platte eingeldteten Zustand; 



20 



Figur 2 zeigt in seitlicher Schnittdarstellung das gleicbe 
Modul wie in Figur 1, jedoch im fertigen, 
eingeloteten Zustand; 



Figur 3 zeigt in perspektivischer Draufsicht ein zweites 

Ausftthrungsbeispiel eines erf indungsgenassen 
25 Moduls im noch nicht ilbereinandergeklappten 

Zustand; 

Figur 4 zeigt in seitlicher Schnittdarstellung das gleiche 
Modul wie in Figur 3, jedoch im fertigen, 
30 ubereinandergeklappten Zustand. 

In Figur 1 ist ein beispielsweisc fur Verlustleistungen ab 
20 W geeignetes Modul dargestellt, das prinzipiell aus ei- 
nem Logikteil und einem Leistungsteil besteht. Die vor al- 
3 5 lem Leistungshalbleiter umf assenden Bauelemente 1 des Lei- 
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stungsteils sind auf einem geeigneten <s. oben) Leistungs- 
substrat 2 angeordnet, insbesondere gebondet. Die Bauele- 
mente 3 und 4 (ICS und andere SMD-Teile) des Logikteils 
sind auf einer Leiterplatte 5 aus konventiellem Material 
5 angeordnet, die eine Aussparung 6 in der Grosse des Lei- 
stungsteils aufweist. Das in der Aussparung 6 angeordnete 
Leistungssubstrat 2 ist Ober Bonddrahte 7 mit den umgeben- 
den Bereicben der Leiterplatte 5 verbunden . Eine aufwendige 
Verbindungstechnik, beispielsweise mit Kontaktkaxamen, wird 
10 also an dieser S telle vermieden. Die zunacbst nur durch die 
einze Inert Aussparungen unterbrocbene Leiterplatte kann im 
Nut z en gebondet werden. 

Der uberwiegende Teil der Leiterplatte 5 ist zusannnen mit 
15 dem darin angeordneten Leistungssubstrat 2 auf einer Kubl- 
platte 8 befestigt, beispielsweise mittels warmeleitf abigem 
Kleber oder mittels Lottechnik. Die Oberseite dieses \iber- 
wiegenden Teils der Leiterplatte 5 karm zum Schutz der 
Halbleiterbauelemente zum Beispiel mit einer Silikonver- 
20 gussmasse 10 abgedeckt sein. Der von Vergussmasse 10 bzw. 
der KGblplatte 8 f reibleibende Streif enbereich 9 muss je- 
denfails breit genug sein, um ein Ausbilden von Kontaktpads 
11 an der Leiterplatte 5 selbst und ein Durcbstecken durcb 
den Of fnungsschlitz 12 einer zweiten Leiterplatte, bier Sy- 
25 stemleiterplatte 13 genannt, zu erlauben. 

Figur 2 zeigt ein scbwallgeiatetes Modul mit den Lotstellen 
14. Derartige direkt einlotbare Leiterplatten sind zwar 
seit kurzem bekannt, sie werden jedocb nicht in der Funkti- 
30 onseinbeit von Power Modulen eingesetzt die typischerweise 
robust ere kons trukt ive Element e verwenden. 



Der erfindungsgemasse kons truktive Aufbau mini mi ert einer- 
seits die erforderliche Verbindungstechnik auf Bonden und 
35 direktes Einloten in die Systemleiterplatte; andererseits 
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resultiert durch den horizontalen Aufbau ein vorteilhaft 
f laches ModuX. Das Modul kann insbesondere mittels seiner 
Kuhlplatte 8 in einem Gehause mechanisch arretiert werden. 

5 In Figur 3 ist ein beispielsweise fur Verlustleistungen ab 
20 W geeignetes Modul dargestellt, das prinzipiell aus ei- 
nem Logikteil und einem Leistungsteil besteht. Die Bauele- 
mente 101 des Leistungsteils sind auf einem geeigneten (s. 
oben) Leistungssubstrat 102 angeordnet. Die Bauelemente 103 

10 bis 10 6 des Logikteils sind auf einer Mehrlagenleiterplatte 
angeordnet , die aus zwei Teilen 107 und 108 besteht, und 
deren erster Teil 107 eine Aussparung 110 in der Grttsse des 
Leistungsteils aufweist. Das in der Aussparung 110 angeord- 
nete Leistungssubstrat 102 ist uber Bonddr&hte 112 mit den 

15 umgebenden Bereichen des ersten Teils 107 der Mehrlagenlei- 
terplatte verbunden. Eine auf wend i ge Verbindungstechnik, 
beispielsweise mit KontaktkSLmmen, wird also an dieser Stel- 
le vermieden . Die zunachst nur durch die einzelnen Ausspa- 
rungen unterbrochene Leiterplatte kann im Nutzen gebondet 

20 werden • 

Durch die mit der Bondtechnik einhergehende Anordnung von 
Leistungsteil und Teilen des Logikteils in einer Ebene, al- 
so nebeneinander, ergibt sich ein erhOhter Platzbedarf , der 
25 entscharft werden kann, indem das Logikteil teilweise in 

eine andere Ebene verlagert wird. Dies ist erf indungsgemass 
mOglich, ohne wiederum neue auf wendige Verbindungstechnik 
zur weiteren Ebene zu erfordern. 

30 Die Mehrlagenleiterplatte ist im Zwischenabsclmitt bezug- 
lich ihrer Eigenschaft als Trager im wesentlichen unterbro- 
chen, da die beiden Telle 107 und 108 dort nur durch. eine 
diinne verbindungslage 109 verbunden sind. Dies gewSLhrlei- 
stet einerseits eine direkte elektrische Verbindung ohne 

35 zusatzliche Verbindungstechnik zwischen den beiden Teilen v 
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107 und 108, wahrend andererseits die mechanische Verbin- 
dung gwisclien den beiden Teilen 107 und 109 nicht mehr 
starr, sondern flexibel ist- Fertigungstechiiisch kann dies 
beispielsweise dadurch erreicilt werden, dass im Nutzen Lak- 
5 ken (far die Zwischenabschnitte) gestanzt werden, so dass 
die Mehrlagenleiterplattenteile 107 und 103 nur noch an 
Stegen hangen. Anschliessend wird eine letzte oberste Lage 
ilber die beiden Teile 107 und 108 und uber die zuvor ge- 
stanzte Lucke druberlaminiert , die dann als flexible Ver- 
10 bindungslage 109 den Zwischenabschnitt bildet.. Danacb er- 

folgt das Ausbrecnen der einzelnen, zweiteiligen Mehrlagen- 
leiterplatten, das Montieren der Kuhlplatten und das Be- 
stacken mit Logikbauelementen bzw. das Einsetzen des Lei- 
stungssubstrats in die vorgesehene Aussparung 110 . 

15 

Als Tr&gerwerkstof £ far die Lagen und damit auch far die 
oberste Verbindungslage 109 eignet sich beispielsweise kon- 
ventionelles kupf erkaschiertes Glasf aser-Harzgewebe mit der 
Spezifikation (NEMA Grade) FR4 und FR5 . Die ca. 0.3 mm dik- 
20 ke glasf aserartige Verbindungslage 109 ist stabil und fle- 
xibel genug, um gebogen zu werden, z.B. um 90 oder 180°. 

In Figur 4 ist ein fertiger Sandwich-Aufbau des erf indungs- 
gemassen Moduls dargestellt. Erkennbar sind die Obereinan- 

25 der angeordneten, etwa gleich grossen Teile 107 und 108 der 
Mehrlagenleiterplatte, die mit SMD-Bauteilen 103 bis 105, 
z.B, IC's oder passive Komponenten, bzw. mit steckmontier- 
ten Bauelementen 106 bestackt sind. Das erste Teil 107 der 
Mehrlagenleiterplatte ist zusammen mit dem darin angeordne- 

3 0 ten Leistungssubstrat 102 auf einer KOhlplatte 111 befe- 

stigt, beispielsweise mittels warmeleitf ahigem Kleber oder 
mittels LSttechnik. Erkennbar ist auch die Verbinciung zwi- 
schen Leistungssubstrat 102 und erstexn Teil 107 mittels 
Drantbondtechnik 112. Durch Weiterfunrung der bauelemente- 

3 5 seitig obersten Lage des Teils 107, also der Verbindungsla- 
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ge 109, konnen die beiden starren Teile 107 und 108 um das 
flexible Zwischenstuck henna geklappt werden. 

Das Modul kann insbesondere mittels seiner Kuhlplatte 111 
5 in ein Geh£use eingebaut werden, wobei vorteilhaf rerweise 
auch das obere Teil 108 mechanisch am Gehause zu arretieren 
ist. Das obere Teil 108 wird ttblicherweise mit Klemmen ver- 
sehen, die die Netzanschliisse des Moduls und die Anschlusse 
zum azigesteuerten Aggregat bilden. Das Modul kann auch zu- 
10 satzlich mit einer Systemleiterplatte verbunden werden. 
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Patentanspruch 

1. Intelligences Leistungsmodul, 

mit einem Leistungsteil, dessen -£lektronische Bauelemen- 
5 te (1) auf einem Leistungssubstrat (2) aufgebaut sind, 

und einem Logikteil, dessen Bauelemente (3, 4) auf einer 
Leiterplatte (5) aufgebaut sind, die eine Aussparung (6) 
aufweist, in der das Leistungsteil angeordnet und mit 
dem Logikteil mittels Drahtbondtechnik (7) elektrisch 
10 verbunden ist, 

bei dem das Leistungssubstrat (2) selbst und die das 
Leistungssubstrat (2) umgebenden Bereiche dear Leiter- 
platte (5) auf einer Kiihlplatte (8) montiert sind. 

15 2. Intel lig&tes Leistungsmodul nach Jmspruch 1, dadurch 
gekennz ei ctme t , das^pin^^glSl^ e JIf S tre i f enber ei ch ( 9 ) 
entlang einer Seite der Leiterplatte (5) frei bleibt und 
nicht auf der Kiihlplatte montiert ist. 

20 3* Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1, dadurch 

gekennz eichnet, dass die Leiterplatte (5) an einer Seite 
Kontaktpads (11) aufweist, mittels derer das Modul di- 
rekt in die schlitzartige Offnung (12) einer Systemlei- 
terplatte (13) einlOtbar ist. * 

25 

4. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bauelemente (103, 104, 105, 
106) des Logikteils auf einer Mehrlagenleiterplatte 
(107, 108) aufgebaut sind, die eine Aussparung (110) 

30 aufweist, in der das Leistungsteil angeordnet und mit 

dem Logikteil elektrisch verbunden ist, und dadurch ge- 
kennzeichnet, das s die Mehrlagenleiterplatte (107, 108) 
einen Lamina taufbau aus leitend beschichteten Lagen auf- 
weist, deren Tragerwerkstoff jeweils aus einem Glasfa- 

35 ser-Harzgewebe besteht, 
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und dass die Mehrlagenleiterplatte aus zwei Teilen (107, 
108) besteht, die durch einen dunnen Zwischenabschnitt 
verbunden sind, in dem alle unteren Lagen der Mehrlagen- 
leiterplatte (107, 108) nicht vorhanden sind und nur die 
5 bauelementeseitig oberste Lage als flexibel elektrische 
und mech.aru.sche Verbindungslage (109) zwischen beiden 
Teilen (107, 108) biegbar weitergefuhrt ist. 

5. Intelligences Leistungsmodul nach Anspriich 4/ dadurch 
10 gekennzeichnet, dass die flexible Verbindungslage (109) 

urn 180° gebogen ist, so dass die beiden Teile (107, 108) 
biebar weitergef Ohrt ist. 

6. Intelligentes Leistungsmodul nach Anspruch 5, dadurch 
15 gekennzeichnet , dass das erste, die Ausspamng (110) 

aufweisende Teil (107) der Mehrlagenleiterplatte und das 
zweite, hochgeklappte Teil (108) etwa gleich gross sind, 
dass das erste Teil (107) auf einer Kuhlplatte (111) 
montiert ist, die grosser als die Leistungssubstratf 1&- 
20 che ist, und dass die elektrischen Verbindungen (112) 

zwischen dem Leistungssubstrat (102) und dem ersten Teil 
(107) der Mehrlagenleiterplatte mittels Drahtbondtechnik 
(112) hergestellt sind. 
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